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Abstract (en)
The housing wall (7) is hollow cylindrically formed. A helical curve shaped guide profile is arranged at the inner side of the housing wall in the area
of the longitudinal extension of the housing, in which a milling element (12) is arranged. The inner side of the housing wall faces the milling element.
The guide profile has a positive slope with respect to the rotation direction of a shaft (11). The shaft is rotatably arranged around the longitudinal
axis (L) of the housing wall. An independent claim is included for a device for milling of substrates, particularly fine milling of biogas substrates with a
cutting knife.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Gehäusewandung (7) für eine Vorrichtung (1) zum Zerkleinern von Substrat, insbesondere zum Feinstzerkleinern von
Biogassubstrat, wobei die Gehäusewandung (7) hohlzylinderförmig ausgebildet ist und im Zerkleinerungsbetriebszustand der Vorrichtung (1)
von einer um die Längsachse (L) der Gehäusewandung (7) drehbar anordbaren Welle (11) radial abstehend angeordnete Zerkleinerungsorgane
(12) der Vorrichtung (1) radial umgibt. Um die Effizienz der Zerkleinerung von in, insbesondere wässrigen, Substraten vorhandenen
Feststoffen zu verbessern, wird mit der Erfindung vorgeschlagen, dass an der den Zerkleinerungsorganen (12) zugewandten Innenseite der
Gehäusewandung (7) zumindest in dem Bereich der Längserstreckung der Gehäusewandung (7), in dem die Zerkleinerungsorgane (12) in dem
Zerkleinerungsbetriebszustand angeordnet sind, wenigstens ein schraubenlinienförmig ausgebildetes Leitprofil (16) angeordnet ist.
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